Etude expérimentale du déplacement d’un arc électrique sous I’effet d’un
fort champ magnétique extérieur
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Pour orienter la conception des chambres de coupure et aller dans le sens de I’optimisation, il
faut mettre au maximum a profit les propriétés de I’arc électrique pour dissiper 1’énergie
électromagnétique [1].

Dans ce travail, le déplacement d'un arc électrique entre deux rails paralléles est éetudié
expérimentalement a 1’aide d’un banc d’essai congu pour reproduire un arc électrique dans
des conditions similaires a celles trouvées dans I’interrupteur industriel [2, 3].

Ce banc d’essai permet de faire varier les parametres qui affectent le déplacement de I’arc,
tels que la géomeétrie de la chambre de coupure [4], le pourcentage d’échappement, la vitesse
d’ouverture des contacts [5] et I’intensité du champ magnétique extérieur appliquée [6].
Spécifiqguement dans ce travail, I’effet d’un champ magnétique extérieur intense sur le
déplacement de I’arc électrique est montré. Une bobine de Helmholtz est congue pour générer
un champ magnétique de I’ordre de 0,2 T, qui est équivalent a I’intensité d’un champ créé par
un aimant permanant de type néodyme intégré dans les interrupteurs industriels. Les
influences de I’intensité du courant et de I’intensit¢é du champ magnétique extérieur sont
étudiées. Des mesures optiques a 1’aide d’une caméra rapide (7000 images/s) et des mesures
électriques en tension et en courant sont réalisées.

Figure 1: Image du déplacement de [’arc électrique dans la chambre de coupure observée 2
ms apres son apparition (Inc=200A ; Bexterieur=0,15 T)
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